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Forschungsziel
• Entwicklung einer effizienten Entwurfsmethodik, 

welche die Verfahren des Hardware-Software Co-
Designs um die technologischen Freiheitsgrade der 
3D-Packagings erweitert 

• Ermittlung des Miniaturisierungspotentials von au-
tarken verteilten Mikrosystemen in Abhängigkeit von 
den gewählten Systemintegrationtechnologien

Systemkonzeption
• Anwendungsspezifische Ableitung der Anforderun-
gen hinsichtlich Sensorik, Aktuatorik, Kommunika-
tion, Datenverarbeitung, Energievorsorgung

• Bewertung von Systemarchitekturen anhand von 
Verhaltensmodellen

Systemimplementierung
• Physikalischer Entwurf unter Berücksichtigung der 
parasitären Effekte zwischen dicht platzierten ana-
logen, digitalen und HF-Komponenten

• Abstimmung der Optimierungsansätze von Softwa-
re, Hardware und Technologie mit Fokus auf das
Gesamtsystem
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